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免責聲明

 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的

預測性資訊。

 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這

些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本

公司所不能掌控的風險。

 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對

於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或

更新。

 此簡報及其內容未經本公司書面許可，任何第三者不得任意取用。
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會議議程

 引言 - 公司簡介 馬堅勇博士 董事長

 市場定位及產品應用 王元星 總經理

 經營實績

 半導體市場展望及公司策略布局

 核心技術 (capabilities)

 產能 (capacity)

 營運展望

 總結 馬堅勇博士 董事長

 問答交流 經營團隊
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引言 –公司簡介
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台灣精材年營業額:新台幣百萬

 成立時間: 1997 年

 製造工廠: 新竹縣湖口鄉

 資本額: 新台幣 2.8億元

 董事長: 馬堅勇博士

 總經理: 王元星

 員工人數: 170人

 主要產業應用: 半導體

公司簡介

台灣精材股份有限公司

 國際設備原廠認證通過，提供半導體級精密陶瓷零件解決方案。具備從精密陶瓷材料製作，
到精密加工、表面處理以及最終的零件清洗蝕刻一條龍式的整合核心技術

主要產品:

 氧化鋁陶瓷
 石英
 矽環
 氮化鋁製品
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技術發展資深經理
蔣天福博士

學歷:
國立清華大學材料科學博士

主要經歷: 
- 華星光通製程經理
- 茂迪股份有限公司研發資深經理
- 先創亞洲光電科技副理

製造處長
莊膳逢

學歷:
國立成功大學工業管理系

主要經歷: 
- 光洋應用材料物控部副理
- 燁聯鋼鐵總經理室工程師

財務長
陳永忠

學歷:
國立成功大學會計系

主要經歷: 
- 全達國際稽核副理暨IPO主辦
- 薆爾發科技財務經理
- 台灣高技財務經理
- 成功上市櫃(IPO)規劃專業與經驗

技術顧問
劉文燦博士

學歷:
國立清華大學材料科學博士

主要經歷: 
- 光洋應用材料研發處處長
- 翰立光電研發處處長
- 工研院工業材料研究所資深研究員

總經理
王元星

學歷:
國立政治大學經營管理研究所碩士

主要經歷: 
- 華新麗華股份有限公司 運籌長
- 固特異亞太區經理暨SAP專案經理
- CPIM國際產業管理師專業證照
- Six Sigma Black Belt 認證通過

董事長
馬堅勇博士

學歷:
德國斯圖嘉特大學冶金博士

主要經歷:
- 光洋應用材料董事長/總經理
- 探微科技總經理
- 中科院材料光電所組長
- 榮獲中華工程師學會86年度優秀青年工程
師獎

經營團隊

 經營團隊的專業結合各不同領域，包括材料科學、 化學工程、營運管理、6 sigma 、
機械工程、資訊管理、 財務管理，以確保公司永續發展及成長
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銷售額趨勢: 2011 to 2022
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台灣精材銷售額 vs. 全球半導體銷售額

全球半導體銷售額 (單位: 10億美元) 台灣精材銷售額 (單位: 百萬台幣)
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企業沿革

高
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能
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邁向半導體先進製程能力提升流程再造三階段發展

2014 2015 2016 2017 2018

聚焦半導體產業, 扎根國際半導體大廠

技術能力迎頭趕上 (台灣精材)
對比

先行者優勢 (日美競爭者)

 銷售額創歷史新高 (2018年)
 零組件加工製程通過國際半導體大廠

認證通過
 高純度陶瓷材料Sicalox通過世界第一

大半導體設備製造商認證

296 335 360 423 539

國際半導體大廠 國際半導體大廠

2019 2020 2021 2022

半導體先進製程技術開發

 銷售額創歷史新高 (2022年)
 N7/N5產品量產供貨
 更高純度陶瓷材料FA998

通過國際半導體大廠認證

國際半導體大廠

2011 2012 2013

 通過世界第一大半導體
設備製造商之合格供應
商認證

 零件清洗製程通過世界
第一大半導體設備製造
商認證 (2013)

系統建立

國際半導體大廠

銷售額

(百萬台幣)
196 209 236 472 458 565 652
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市場定位 & 產品應用
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Lam Research
(科林)

半導體設備製造商

Tokyo Electron
(東京威力)Applied Materials

(應用材料)

 半導體設備零組件供應鏈:

IP設計
/IC設計
代工服務

IC設計
生產製程

及
檢測設備

光罩 化學品

IC/晶圓製造

生產製程
及

檢測設備

基板 導線架

IC封裝測試 IC模組

IC通路

上游 中游 下游

市場定位

 半導體價值鏈:

終端用戶

 前段製程關鍵零組件:
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半導體零組件應用 (前段製程)

 半導體製造流程:

矽晶圓
Silicon Wafer

薄膜沉積
Deposition

光阻塗佈
Photoresist Coating

曝光顯影
Lithography

蝕刻
Etch

離子佈植與光阻移除
Ion Implantation

 零組件特性跟品質要求:

(精密陶瓷)

(石英) (矽環)

(氮化鋁)

台灣精材提供優異的零件材料特性以抵
抗電漿蝕刻及薄膜沉積腔室嚴苛的環境

高潔淨度

高純度耐高溫

抗電漿

高密度

抗腐蝕

目標: 有效的微粒數 (particle) 控制

 零組件應用

Source: Kyocera website
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主要產品

Cover Plate

200mm domes 300mm domes 300mm Insulator Deposition Ring Focus Ring

Chamber Insert Pumping Liner

Cover Ring

Collar Ring Insert

Shadow Ring Insulator Si Insert Ring Si Top RingQtz Window

Capture Ring

AlN (3%) Quartz (22%) Si Rings (9%)

Alumina (66%)

Single Ring
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經營實績
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產品組合優化
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200mm 成熟產品 高階產品 毛利率
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毛利率: 2022年

16%

16%
21%

84% 84%
79%

 透過產品組合優化逐步提高毛利率
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損益表

銷售額

3.2%

營業利益

20%

EPS

0.3元
1H23 vs. 1H22:
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資產負債表及重要財務指標
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半導體市場展望及公司策略布局
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Wafer Fab Equipment (WFE) 全球晶圓設備支出 -十億美元

全球晶圓設備(WFE)市場預測

數位轉型 (digital transformation) 驅動結構性成長

 台灣精材重要的管理議題:

 能力提升 (capabilities)
-> 持續開發次世代先進半導體材料零件技術

 產能擴充 (capacity)
-> 因應未來半導體成長動能，提前布局

* 瑞耘投資2.8億興建新廠, 2023年啟用
* 翔名斥資2.9億嘉義買地, 計畫興建新廠
* 台灣圓益石英16億新廠2022年動土
* 日本京瓷(Kyocera)計畫興建新廠
生產半導體相關零組件

Gartner Semi

 2030年全球半導體產值將由2022年的5730億美元大幅成長到1兆美元
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 核心技術

半導體級精密陶瓷技術

0.001 um (微米) 0.01 um 0.1 um 1.0 um

細菌大小
(5.0)

病毒大小 (0.01)

10 nm

 半導體製程微粒(particle)產生來源 微粒 (particle) 大小量測

• 1 mm = 1,000 um • 1 um = 1,000 nm • 1 mm = 1,000,000 nm

粉末純化 漿料混煉 噴霧造粒

冷均壓成形 生胚加工 燒結

精密陶瓷材料製作

CNC 加工 CNC研磨

拋光/表面處理噴砂

精密加工 & 表面處理

品質檢驗

品質檢驗

零件清洗/蝕刻

零件清洗/蝕刻

 台灣精材的差異化優勢:
全球少數具備半導體等級陶瓷材料製作、精密加工
&表面處理、零件清洗/蝕刻三位一體核心整合技術
，有效控制微粒(particle)風險，提升晶圓製造良率



文件相關公開資訊須有本資料為台灣精材股份有限公司之專有財產，非經書面許可，不得對外透露、複印、使用本資料或轉變為其它形式使用字樣。
This material is the property of the Forcera Materials Co.,LTD.Unauthorized distribution、copy、use or modification is prohibited.

半導體級精密陶瓷材料技術發展路徑

2023

創新陶瓷材料
開發預計2023
年底完成

FA998 99.8%量產獲國際
半導體大廠認證通過

Sicalox 99.5%量產 世界第一大半導體設備製造商認證合格

為開拓半導體高階製程商機預做準備，提前布局
 次世代新陶瓷材料計畫於1Q24開發完成

資料來源: TSMC官網
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精密加工 & 表面處理技術

Unlike metals, ceramic is classified as brittle 
and more sensitive to cracks 微粒 (particle)來源

傳統加工工法

 加工後表面  鑽孔品質

400x 400x

半導體等級工法:
台灣精材精密加工及
表面處理技術獲國際
半導體大廠認證通過

400x 400x

 領先技術、新商機 –零件再生重建(part refurbishment & repair)
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零件清洗 &蝕刻技術

 目前清洗線– 世界最大半導體設備製造商認證合格

 新清洗線
(for < 7nm) 

 Clean room 等級提高

 具備即時particle檢測能力

 升級烤箱

 加大清洗桶槽尺寸

 符合國際半導體大廠最新
需求

石英工件表面微粒子數 (particle)單位面積數量控制

< 3,000

< 100
< 80

業界標準 先進製程目標 台灣精材

處理後的~零微裂紋石英表面 @ 2000x

台灣精材領先的
表面處理技術 (加工+清洗蝕刻)

以先進製程目標 index = 100 
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一條龍營運模式

陶瓷材料開發、製作 精密加工及表面處理 零件清洗、蝕刻 核心技術

優勢
台灣唯一具備研發、製作半
導體等級材料供應商

高階工件製作，國內首選
 加工、表面處理能力
 問題分析、解決能力

世界第一大半導體設備製造商認
證合格

能力提升計畫 次世代、新陶瓷材料開發 持續優化 建置<7nm新清洗線

經營策略:

策略目標
透過材料、精密加工、表面處理、清洗/蝕刻緊密結合的一條龍技術服務模式，建立
全球競爭力

成長策略 1) 精密陶瓷 – 次世代材料開發，聚焦先進製程、高毛利產品

2) 高階石英 (advanced quartz) & 矽環 – 在精密加工/表面處理優勢下，開拓新商
機，擴大經濟規模

3)   零件再生重建 (part refurbishment & repair) – 以現有技術優勢為基礎，延伸出
新商機，創造新的獲利模式
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產能擴充計畫

廠區土地面積 3,224 坪

廠區建物面積
- 可用面積
- 使用率 (%)

3,538 坪
78%

新廠房可擴建面積(1-4樓) 1,016 坪

2023 2024 2025 2026

新清洗線建置及認證

再生零件清洗線建置及認證

新廠房建置

實施計畫

建築結構設計及建照取得

工廠產能

台幣 8億元 台幣 12億元

50%

 新商機拓展
 零件再生重建及再生零件清洗技術跟業務開發
 高階石英及矽環業務開發
 次世代材料先進製程精密陶瓷商機拓展

 物聯網、AI為成長驅動力，2030市值達1兆美元
 經濟規模擴大 -- > 獲利能力提升
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營運展望
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期間 市場評估 說明 公司展望

中長期
(2025以後)

全球半導體產值在第四波物聯網及AI人工智慧驅動下，2030年將達到1兆
美元 ~ 美商應用材料

短期
(2024年)

 2023年下半年全球IC銷售逐漸改善，
但是，晶圓廠的稼動率及資本支出仍
然疲軟，持續下滑

 展望2024年，全球半導體市場復甦
可期

2023年
 全球半導體銷售及晶圓設備支出呈現

衰退，嚴重過剩的IC庫存持續去化

 1H23與1H22比較:

營運展望

銷售額

3.2%

營業利益

20%

EPS

0.3元

上半年產業庫存去化近尾聲
下半年進入成長循環
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總結
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

總結

逆風!

逆風!
營業額: 5.39億

扎根國際半導體大廠
建立全球技術競爭力

邁向先進製程

營業額: 6.52億

建立全球領先競爭力
掌握長期成長新契機

過去 現在+未來
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Forcera Materials Co., Ltd.

台灣精材股份有限公司

Thank you


